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【 提 出 日 】 平 成 17年 9月 9日 (2005.9.9)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ５
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 比 較 例 ３
　 実 施 例 １ と 同 様 の 銅 箔 を 用 い て 実 施 例 の （ １ ） 及 び （ ２ ） の 処 理 を 行 っ た 後 、 こ の 銅
箔 を 水 洗 し 、 硫 酸 銅 ５ 水 和 物 １ ３ ０ ｇ ／ ｌ 、 硫 酸 １ ０ ０ ｇ ／ ｌ 、 浴 温 度 ３ ０ ℃ に 調 整 し た
メ ッ キ 浴 を 用 い て 、 電 流 密 度 ３ ０ Ａ ／ ｄ ｍ 2 で ３ 秒 間 電 解 処 理 （ 限 界 電 流 密 度 以 上 ） を 施
し 樹 枝 状 銅 層 （ コ ガ シ メ ッ キ ） を 形 成 し た 。 樹 枝 状 銅 層 の 銅 の 付 着 量 は ３ ０ ， ０ ０ ０ μ ｇ
／ ｄ ｍ 2 、 表 面 粗 さ は Ｒ ａ １ ． ３ μ ｍ で あ っ た 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ４ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 比 較 例 ４
　 実 施 例 １ と 同 様 の 銅 箔 を 用 い て 実 施 例 の （ １ ） 及 び （ ２ ） の 処 理 を 行 っ た 後 、 こ の 銅
箔 を 水 洗 し 、 硫 酸 銅 ５ 水 和 物 １ ３ ０ ｇ ／ ｌ 、 硫 酸 １ ０ ０ ｇ ／ ｌ 、 浴 温 度 ３ ０ ℃ に 調 整 し た
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メ ッ キ 浴 を 用 い て 、 電 流 密 度 ５ Ａ ／ ｄ ｍ 2 で ８ ０ 秒 間 電 解 処 理 （ 限 界 電 流 密 度 未 満 ） を 施
し 平 滑 銅 層 （ カ ブ セ メ ッ キ ） を 形 成 し た 。 平 滑 銅 層 の 銅 の 付 着 量 は １ ３ ２ ， ０ ０ ０ μ ｇ ／
ｄ ｍ 2 、 表 面 粗 さ は Ｒ ａ １ ． １ μ ｍ で あ っ た 。
【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ５ ７
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ５ ７ 】
【 表 １ 】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 図 １ と 図 ２ を 対 比 す る と 明 ら か な よ う に 、 実 施 例 １ で 得 ら れ た 粗 化 処 理 銅 箔 は 、 比 較 例
５ で 得 ら れ た 粗 化 処 理 銅 箔 の よ う に コ ブ 状 銅 が 銅 箔 面 の 凸 部 領 域 に 集 中 し て 電 析 す る こ と
な く 、 凹 凸 部 全 体 に コ ブ 状 銅 が 電 析 し て い る 。 そ の 結 果 表 面 粗 さ （ Ｒ ａ ） が 小 さ い に も か
か わ ら ず 、 接 着 強 度 が 向 上 し 、 ま た 、 Ｒ ａ の 値 が 小 さ い の で プ リ ン ト 回 路 作 製 時 に 行 わ れ
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る エ ッ チ ン グ 後 の 基 材 面 の 残 銅 や 、 小 さ な 摩 擦 力 に よ る 銅 粉 落 ち の 発 生 が 防 止 さ れ る 。
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